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   壹. 焊錫原理(Soldering theory)

1. 焊點的功能(Function of Solder joint):

1. 提供機械強度。(Provide the mechanical strength)
2. 提供電氣特性。(Provide the electrical characteristics)
2. 焊接程序(Process of the solder joint)
1.沾錫。WETTING
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3. 形成界面合金。(Formative of alloy (IMC) at  

the boundary)

4. 影響焊錫性的因素:(Factors affecting solderablity)
1. 焊錫的選擇：

   依據製程、零件特性，選擇適當的焊錫絲。目前廠內所使用之焊錫(絲)皆為錫、鉛比63 ：37 之合金。

2. 焊錫與被焊金屬表面清潔度。

影響被焊金屬表面沾錫能力的因素，除焊錫種類外，焊錫與被焊物表面清潔度亦是重要的因素。在焊接進行時，其二者表面越清潔，則沾錫能力越良好，越能得到良好的焊點。

3. 焊接界面溫度。

MIL-STD所訂定適當的焊接溫度為焊錫熔點加上50(C。

對63/37之合金而言，適當的焊接溫度錫爐為250(C(5(C，

焊接溫度230~260(C。

4. 焊接時間。

MIL-STD訂定適當的焊接時間為2~5秒。焊接時間不宜過長，否則會傷害零件，並形成過厚的界面合金層，使焊點容易脆裂。

3. 助焊劑的功用: (Function of Flux)  
1.清潔熔融焊錫與被焊物表面:(Clean the solder join-point and surface)
   助焊劑的組成中含有活性劑(有機酸)，可清除熔融焊錫與被焊金屬表面之氧化物與油漬等汙物，以利焊接程序之進行、得到良好的焊點，

   但是活性劑殘留會造成焊點的腐蝕，若使用免洗型助 焊劑，不可塗佈過多；若使用清洗型助焊劑則須於焊接完成後，以溶劑將殘留之助焊劑清除。

2.保護金屬表面防止再氧化:
   當被焊金屬表面清潔後，助焊劑的另一組成––松香，

會被附於被焊金屬表面，防止其在焊接前再度氧化。

貳、烙鐵頭的維護(Soldering iron maintenance)

一.一般使用原則:(The principle of normal usage)
1. 烙鐵不可重摔或敲打，以避免損壞烙鐵。

(Don’t knock soldering iron to avoid damage.)

2. 烙鐵不可作為其他工具之替代工具，以維護烙鐵之壽命。
(Don’t use the soldering iron for other purposes, such as scraping PCB .)

3. 烙鐵不用或暫停使用時，須將烙鐵頭沾錫，並置放於烙鐵架上，以保護烙鐵，其他物品及人員之安全 。
(When the soldering iron is not in use, make sure the tip is “tinned” and the soldering iron is placed properly on the stand, such that the soldering iron, other articles and personal form harm.)

4. 不可將已取下烙鐵頭的恆溫烙鐵通電，以避免因持續加熱，致使內部氧化而縮短烙鐵壽命。

(Don’t take off soldering tip to touch the switch , to avoid increase the heat made the soldering iron out of order)

5. 每次進行焊錫作業前，均需使用濕海綿擦拭，將烙鐵頭上之氧化物及異物清除，注意不要使殘錫渣彈跳而燙傷人、物。

(Before working solder each time, clean the soldering iron first, and don’t made the solder 

6. 烙鐵頭若已損傷變形或出現針孔，應立即停用，以避免損壞被焊物。

7. 不可以強勁之力拉拔電源線，以避免拉斷電源線。

     二.新烙鐵頭之使用方式:

1. 當新的烙鐵頭通電加熱時，在加熱之初，其熱度僅能溶解焊劑心時，以錫絲不斷塗抹烙鐵端頭，直到錫絲溶融完全均勻的覆蓋住烙鐵頭後，再以濕海綿擦拭乾淨，重覆該程序二至三次，可使烙鐵頭更易於維護，以減少損耗，延長使用壽命。
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   參、除焊之方式與步驟

1、 以吸錫線吸除法:

1. 取吸錫線盒拉出3~5公分長度的吸錫線。
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2. 以手將吸錫線向左右兩側儘可能的拉開，以增加其吸錫能力。
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3. 將處理完成之吸錫線置放於待除焊的接點上，並以加熱之烙鐵置於吸錫線上。
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4. 熔融的焊錫會浸滲至吸錫線上，當焊錫浸滿吸錫線時，立即移開烙鐵和吸錫線。

5. 視除錫之情形，重覆上述步驟至ㄒ焊錫清除完成。

   6.  步驟3、4作業總時數不可超過5秒鐘，並須待該焊點冷卻30 

     秒後，再進行第二循環。

二.以真空吸錫器吸除法:

1. 將吸錫器之除焊嘴抵住焊接點，同時以烙鐵於焊接點的另一側加熱。
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2. 當接點的焊錫溶解時，立即按下吸錫具旁的按鈕。

3. 壓下中心彈簧軸，將吸入錫渣排於廢料盒中。
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4. 若有吸除不完全的殘餘焊錫時，必須重新熔入適量的焊錫，再施以第二循環的除焊程序。
    肆、基本手焊技巧

    目前印刷電路的手焊工作，均採用含松香心之焊錫絲，如圖:





注意事項(Notice):

1. 凡以松香做為錫絲之焊劑，於長時間高溫時，會有燒焦現象，而使焊劑失效。且若烙鐵頭溫度過高，可能造成零件及PCB之傷害，並加速烙鐵頭之氧化，而造成傳熱與焊錫性問題。因此，良好的焊接需控制溫度(烙鐵頭溫度為370±20(C)與焊接時間(2~5秒)。

2. 烙鐵頭形式選擇長度較短、與被焊表面接觸面積最大的，如此可增加熱傳效率，延長烙鐵頭壽命。

  一、烙鐵的持法:
標準握筆法:
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2、 錫絲的持法:
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3、 烙鐵與錫絲焊接位置:




4、 焊接步驟:

(1) 預備工作
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(2) 預熱(Preheat)
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(3) 焊錫熔化
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(4) 移開錫絲(Remove Solder Silk)
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(5) 抽出烙鐵
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5、 標準焊接動作:

1. 在端頭與引線之間加一錫橋以便傳熱。
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   二.焊錫滋潤焊點後，即移開錫絲。再以擦拭的動作朝向引線末端移開端頭。
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三.末了做勾接的引線，端頭移開的動作是往上以擦拭動作移開端頭。
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1.連續焊接持拿法





2.單獨一點焊接持拿法
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